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Beschreibung 

Elektronische Baugruppe und Verfahren zur Herstellung 

dieser 

[001] Die vorliegende Erfinding betrifft eine elektronische Bagruppe, die zumindest 
einen zweiseitig mit einem elektrisch leitfahigem Material beschichteten Schal- 
tungstrager aufweist, wobei der Schaltungstrager mit einer ersten Gruppe elek- 
tronischer Baiteile zur Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten 
Gruppe elektronischer Baiteile zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermoduls 
bestiickt ist; die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung einer solchen 
Baigruppe. 

[002] Elektronische Baigruppen der eingangsgenannten Art sowie entsprechende 
Verfahren zum Herstellen einer solchen Baugruppe sind ais der Leiterplattenbe- 
stuchingstechnik bekannt. Hierbei ist die Auswahl des Leiterplattenbasismaterials zur 
Fertigpng der entsprechenden elektronischen Baugruppe von hoher Wichtigkeit, da das 
verwendete Basismaterial in erheblichem Mafie mit iiber die elektrischen, me- 
chanischen und hochfrequenztechnischen Eigensdiaften sowie liber die einsetzbaren 
Fertigungsveitlfahren und die zu erwarteten Kosten der zu fertigenden Platine bzw. 
Baigruppe entQscheiden. Der Auswahl des richtigen Basismaterials kommt demzufolge 
eine wesentlidie Bedeulung zu. 
[003] Bei mit Leiterplatten bestiickten Haishaltgeraten, wie zum Beispiel Wasch- 
maschinen, Geschirrspiilern, KuhWGefriergeraten und Herden, wird aus Ko- 
stengrunden arf* eine beidseitige Bestiiching einer zweiseitig beschichteten Lei- 
terplatte verzichtet, da dieses relativ teure Leiteiplatten mit vorbereiteten Durchkontak- 
tierungen notwendig madien wurde. Aus diesem Grund werden zur Zeit in der Regel 
die relativ preisgiinstigen, einseitig beschichteten Leiterplatten vom T>p CEM1 bzw. 
CEM3 eingesetzt. Jene Leiterplatten haben ihr Einsatzgebiet bei Massenanwendmgen 
mit Forderungen nach verbesserten mechanischen und elektrischen Eigensdiaften, wie 
es beispielsweise bei Haishaltgeraten der Fall ist. Jene Leiterplatten sind stanzbar, 
jedoch nur bedingt dirchkontaktierbar. Der Nachteil von elektronischen Baigruppen, 
die auf einer einseitig beschichteten Leiterplatte angeordnet sind, liegt jedoch ins- 
besondere in der begrenzten PlatzierungsmoglicHceit von den Bauteilen, die die 
Baigruppe begriinden, sowie in der eingeschrankten MoglicHceit der Entflechtung der 
Verbindungsmoglichkeiten. 
[004] Unter dem Begriff „Entflech!ung einer Verbindmgsmoglichkeit 44 ist in diesem 
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ZusamOmenhang jene Eigenschaft gemeint, dass eine elektronisdie Bajgruppe zur An- 
steuerung eines Gerates derait konzipiert ist, dass bestimmte Funktionsbereiche der 
Bajgruppe raumlich getrennt voneinander als Module angeordnet sind, um moglichst 
flexibel das jeDweilige Gerat an Anderungen hinsichtlich Designverbesserungen oder 
Funktionalitaten des Gerats anzupassen. Insbesondere bei modernen Haushaltgeraten 
werden designbeeinflusste ProdJctkriterien neu bewertet und zunehmend in der 
Gestaltung beriicksichtigt. Die Weiterentwicklung eines derartigen Gerates betrifft 
dabei tatsachlich im wesentlichen nur die Bedienflache, also die Schnittstelle zwischen 
dem Gerat und dem Benutzter, wobei die eigentliche Elektronik des Gerates in der 
Regel im Prinzip unverandert bleiben kann. Dies liegt daran, dass beim Entwurf von 
Haishaltgeraten das Design der Bedienflache eine zunehmend wichtige Rolle spielt, 
da dieses beim Endkinden bei der Karfentscheidung im wachsenden MaBe beachtet 
wird: Es hat sidi gezeigt, dass bei Geraten, die mit Leiterplatten bestiickt sind, af 
welchen die zugehorigen elektronisdie Bajgruppe in einem sogenannten verflochtenen 
Zustand vorliegt, d.h. wobei die Elektronik in direktem Funktionszusammenhang mit 
beispielsweise der Benutzerschnittstelle steht, es bei einer Abanderung der Be- 
dienflache des Gerates oftmals erforderlidi ist, ach die Elektronik entsprechend zu 
modifizieren. Dies hat natiirlich unerwiinsdite Zusatzkosten zur Folge. 
[005] Aus der DE 198 164 445 A 1 ist eine Losung bekannt, bei der elektronisdie 
BaugrupDpen eines elektrischen Gerates aif jeweils einem einseitig beschichteten 
SdialtungsDtrager arfgebracht und kontaktiert sind, wobei nadi der Bestuching der 
jeweiligen Schalfungstrager die jeweils unbestuckten Flachen der Einzelleitungstrager 
arfeinanDder gelegt und entsprechend mechanisch fixiert werden. Der Naditeil bei 
diesem ais dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Herstellung einer 
derartigen Bajgruppe liegt darin, dass die mechanisch verbundenen und tibereinan- 
dergelegten Einzelplatten letztendlich zu dick sind, und ferner das Verfahren relativ 
kostenintensiv ist. 

[006] Der vorliegenden Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine elek- 
tronisdie Bagruppe der eingangsgenannten Art sowie ein entsprechendes Verfahren 
zum Herflstellen einer derartigen Ba^ruppe anzugeben, wobei eine Entflechtung von 
VerbinDdungsmoglidiceiten der entsprechenden Module moglich ist. 

[007] Diese Aufgabe wird bei einer elektronischen Baigruppe der eingangsgenannten Art 
dadurch gelost, dass die erste Gruppe der elektronisdie n Baiteile zur Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle bzw. des Benutzerschnittstellenmoduls aif einer ersten Seite des 
Schaltungstragers und die zweite Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung 
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des Rechner- und Steuermodds aif einer der ersten Seite gegenUberliegenden, zweiten 
Seite des Schalbmgstragers aufgebracht und kontaktiert sind. 
[008] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende technische Problem wird ferner 
dirch ein Verfahren zum Herstellen der erfindungsgemaBen Baigruppe durch 
folgende Verfahrensschritte erfindungsgemaB gelost: Bestucken der erste Seite des 
SchaltungsOtragers mit einer ersten Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung 
der Benutzerschnittstelle der Baigruppe; Bestucken der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers mit einer zweiten Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung eines 
Rechner- und Steuermoduls der Baigruppe; und Einrichten von SignalubertragMngs- 
und/oder Leistungsversorgiungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der 
zweiten Seite. 

[009] Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere darin, dass durch die Entfledming 
der elektronischen Baiteile zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle von den elek- 
tronischen Baiteilen zur Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls die jeweiligen 
BaiQteilgruppen bzw. Module vollkommen gesondert voneinander entwickelt und 
angeOpasst werden konnen. Insbesondere ist es beispielsweise bei Haishaltgeraten 
moglich, die Realisierung eines neuen Designvorschlags flir die Benutzerschnittstelle 
bzw. Bedienflache des Gerates vollkommen gesondert von der zu schaltenden 
Elektronik besonders kostengunstig und einfach umzusetzen. Von daher kann bei einer 
Weiterentwicklung des Gerates ach auf bereits existierende Elektronik zuriick- 
gegriffen werden. 

[010] Die Vorteile der Verwendung eines zweiseitig beschichteten Schaltungstragers 
bzw. die Vorteile einer zweiseitigen Bestiiching des Schaltungstragers sind ferner 
beachtlich, da dies die Moglichkeit bietet, die gleidie elektronische Schaltung aif 
einer wesentlich kleineren Baigruppe unterzubringen, als es der Fall bei einem 
einseitig besdiichteten Schaltungstrager ist. Als mogliche Schaltungstrager- Basisma- 
terialien kommt in bevorzugter Weise das CEM-1-, CEM-3- oder FR-4-Material zum 
Einsatz. Jene Materialien zeichnen sich - wie bereits angedeutet - dirch verbesserte 
mechanische und elektrische Eigenschaften ais. Das FR-4-Basismaterial ist ferner fur 
hohere Temperaturen ausgelegt und weist dariiber hinais eine erhohte KriedBtrom- 
festigkeit aif. Die genannten Materialien sind Standardmaterialien und ais der Leiter- 
plattentechnik bekannt. Selbstverstandlidi konnen hierbei aber ach andere Basisma- 
terialien fur die Leiterplatten bzw. Schaltungstrager eingesetzt werden. 

[011] Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren wird eine Moglichkeit fur ein einfach zu 

realiOsierendes und dabei sehr effektives Herstellungsverfahren der erfindingsgemaBen 
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elektronischen Baigruppe zur Optimierung der Entflechtong der einzelnen 
BaiteileOgruppen angegeben. Dabei ist insbesondere vorgesehen, die mit der ersten 
Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle bestuckte 
erste Seite des Sdialtungstragers mittels Signalubertragungs- und/oder Leisungs- 
versorgingsOverbindingen mit der aif der zweiten Seite des Schaltungstrager 
bestiickten zweiten Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung des Rechner- 
und Steuermodils zu verbinden. Erst dadurch wird es moglich, dass die erste Gruppe 
der elektronischen Baiteile vollkommen gesondert von der zweiten Gruppe der elek- 
tronischen Baiteile entwickelt bzw. angepasst werden kann. So ist es ferner denkbar, 
etwa zum Zwecke einer Realisierung eines neuen Designvorschlages fiir die Be- 
dienflache eines Haishaltgerates, aif bereits existierende Elektronik zuriickzugreifen, 
wobei es iediglich notwendig ist, die erste Gruppe der elektronischen Baiteile ent- 
sprechend den Anderungswunschen des neuen Designvorschlages anzupassen, 
wahrend die zweite Gruppe der elektronischen Baiteile vollkommen unverandert 
bleibt. Durch das entsprediend angepasste Einrichten der Signalubertragungs- und/ 
Oder Leistungsversorgiingsverbindungen zwischen der ersten Seite und der zweiten 
Seite des Sdialtungstragers ist es somit moglich, die Realisierung des neuen Design- 
vorschlagen fur die Bedienflache besonders kostengunstig und einfadh umzusetzen. 
[012] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind beziiglich der elektronischen 

Baigruppe in den Unteranspriichen 2 bis 9 und beziiglich des Herstellungsverfahrens 
in den Unteranspriichen 11 bis 13 angegeben. 
[013] So ist fiir die elektronische Baigruppe bevorzugt vorgesehen, dass der Schal- 

fcingstrager frei von Durchkontaktierungsstellen, insbesondere von STH- Durchkontak- 
tierungsstellen (STH= Silver Through Hole) ist, wobei zumindest eine Signalubertra- 
gungseinrichtung zum wedBelseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwischen der 
ersten Gruppe der elektronischen Baiteile auf der ersten Seite des Sdialtungstragers 
und der zweiten Gruppe der elektronischen Baiteile auf der zweiten Seite des Sdial- 
tungstragers und/oder zur Versorgung der ersten Seite mit elektrischer Leistung uber 
die zweite Seite oder umgekehrt vprgesehen ist. Durch diese vorteilhafte Weiter- 
entwicklung der elektronischen Bagruppe ist es insbesondere moglich, aif einfache 
Weise eine Trennung zwisdien Blendendesign und Funktion atf einer Leiterplatte 
durdizufiihren. Unter dem Begriff ,31endendesign" fallen samtlich variantenbildenden 
Bedien- und Anzeigeelemente af der Vorderseite des Sdialtungstragers, wahrend 
unter dem Begriff ,JFunktion" die Varianten-unabhangige Funktion aif der Ruckseite 
des Sdiaittingstragers zu verstehen ist. 
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[014] In einer besonders bevorzugten Weiterentwicklung der letztgenannten 

AusfuhrungsOform der erfindungsgemafien elektronischen Baugruppe ist vorgesehen, 
dass die SigDnalubertragungseinrichiung zumindest ein Steckelement aufweist, welches 
an einem BeOreich des Schaltungstrager iiber gegenuberliegende, aif der ersten und der 
zweiten Seite des Schaltungstragers aisgebildete und miteinander konjqgierende 
Steckbereich gesteckt wird. Um in dieser Ausfiihrungsform Signale von der ersten 
Gruppe der elektronischen Bauteile von der ersten Schaltungstragerseite, die ach 
„Blendenseite" genannt wird, da sie zur Bedienblende des Gerats zeigt, der zweiten 
Gruppe der elektronischen Baiteile auf der zweiten, audi „Gerateseite" genannten 
SchaltungstraOgeseite zuzufiihren, werden die Signale auf der Blendenseite zu einem 
Randbereich gefiihrt und mittels des Steckelementes, wie etwa mittels eines Randkar- 
tensteckers, auf die Blendenseite gebracht. Dabei ist vorgesehen, dass sich der Master- 

-Mikrokontroller des Gerats auf der Gerateseite, d.h. atf der Schaltungstragerseite, die - 

zum Gerateinneren zeigt, befindet. Bei der Anordnung bzw. Auslegung der jeweiligen 
Steckbereiche aif der ersten und der zweiten Seite des Schaltungstragers ist es ferner 
denkbar, an den jeweiligen Randbereichen des Schaltungstragers eine stufenformig 
abgesetzte Ausnehmung vorzusehen. Dabei konnen die SteckeleOmente der jeweiligen 
Breite der Ausnehmung angepasst werden, so dass eine Sicherung der Steckelemente 
gegen seitliches Verschieben erreicht wird. Denkbar ist ferner, den Steckbereich an 
dem Randbereich des Schaltungstragers so aiszufiihren, dass dieser ach parallel zum 
Anschluss weiterer Elektronikmodule per Steckelement bzw. Randkartenstecker mit 
angeschlossenen Leitungen genutzt werden kann. Sornit ist es moglich, die 
Steckbereiche nicht nur als Schnittstellen zwischen der ersten und der zweiten Seite 
des Schaltungstragers sondern ach als Schnittstellen des gesamten Schaltungstragers 
zu anderen Schaltungstragern zu verwenden. Selbstverstandlich sind hier aber ach 
andere Ausfuhrungsformen denkbar. 
[015] In einer besonders bevorzugten Realisierung der elektronischen Baigruppe ist 
vorgeOsehen, dass die Signalubertragungseinrichtung zumindest ein Leiterelement, 
insbeOsondere einen Kabel- Jumper, aufweist, wobei jenes Leiterelement einen ersten 
KonOtaktbereich auf der ersten Seite des Sdialtungstragers mit einem zweiten Kon- 
taktbereich auf der zweiten Seite des Schaltungstragers elektrisch verbindet. Eine 
derartige SignalubertragLingseinrichlung in der Gestalt eines Leiterelementes ist bei- « 
spielsweise zur Leistungsversorgung der jeweiligen Baiteilgruppen auf der ersten bzw. 
zweiten Seite nutzbar, da das Leiterelement aif einer besonders leicht zu reali- 
sierenden Weise an die entsprechenden Bedingungen, wie Spannungsfestigkeit etc., 
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angepasst aisgelegt werden kann. Hier ist beiDspielsweise denkbar, dass die zweite 
Seite des Schaltungstragers uber ein Steckelement mit einem Netzteil und wiederum 
iiber ein Leiterelement mit der ersten Seite des Schaltungstragers vertunden ist, um 
derart die Spannungsversorgung der beidseitig bestuckten Bajteilegruppen bzw. 
Modile zu gewahrleisten. 
[016] Besonders vorteilhaft ist es, dass die SignalubertragMngseinrichlung zumindest ein 
Durchkontaktierungselement arfweist, dass dirch ein Durd^gangslodi in dem 
SchalOlungstrager hindurdilauft und einen ersten Kontaktbereich aif der ersten Seite 
des Schaltungstragers mit einem zweiten Kontaktbereich aif der zweiten Seite des 
SchalOtungstragers elektrisch verbindet. Dabei ist denkbar, dass jenes Durdgangsloch 
in den Schaltungstrager durch Stanzen, Bohren, Laserbohren oder aber ach durch 
Frasen eingebracht wird. Mit dieser besonders bevorzugten Realisierung der erfin- 
- dungsgemafien eiektronischen Bajgruppe ist es moglich, obwohl das Leiterplatten- 
Basismaterial aus Kostengrunden bewusst von vornherein frei von Durchkontak- 
tierungen ist, dennoch atf die aus der Leiterplattentechnik bekannten Vorteile hin- 
sichtlidi DurchkontaktierungsOstellen, wie etwa STH- Durctkontaktierungen, zuriick- 
zugreifen, indem die fehlenden Durdkontaktierungsstellen individuell durch Durch- 
kontaktierungselemente ersetzt werden. Dieses ist eine besonders preisgiinstige 
MoglicHeeit zu Realisierung der vorDteilhaften DurcHcontaktierungen. 
[017] Dabei ist in besonders vorteilhafter Weise vorgesehen, dass das Durchkon- 
taktierungsDelement ein insbesondere ais Bledi ausgebildetes Steckelement ist, 
weldies eine ebene Kontaktflache und einen Stiftbereich aifweist, weldier uber einen 
Federabschnitt federnd mit der Kontaktflache verbunden ist, wobei die Kontaktflache 
biindig aif dem Kontaktbereidi des Schaltungstragers anliegt und wobei der 
Stiftbereich dirch das Durdgangsloch hindurdilauft, wenn das Steckelement als 
Durchkontaktierungselement in dem Durdgangsloch eingesetzt ist. Besonders 
bevorzigt ist die ebene Kontaktflache des Steckelementes dabei derart aisgelegt, dass 
diese in einer besonders leicht zu realisierenden Weise mit dem entsprechenden Kon- 
taktbereich des Schaltungstragers kontaktiert werden kann. Der Federabschnitt, der die 
Kontaktflache mit dem Stiftbereich verbindet, dient unter anderem dazu, das 
Steckelement sicher in dem DurcJgangsloch zu fixieren, bevor das Element durch bei- 
spiels weise Loten mit den entsprechenden Kontaktbereichen des Schaltungstragers fest 
verbunden und kontaktiert wird. Selbstverstandlich sind hier aber arh andere Ausftih- 
rungsformen und Ausgestalfcingsformen des Steckelementes denkbar. So ist es 
moglich, das Steckelement ais einem Material auszubilden, das an die entsprechenden 
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Anforderungen individuell angepasst ist. Denkbar ware beispielsweise als Ba- 
sismaterial flir das Steckelement ein elektrisch leitfahiges Polymer zu verwenden. 
[018] Um zu erreichen, dass aif dem Schal&ingstrager beidseitig SMD- Bauteile (SMD= 
Surface Monted Device) und einseitig bedrahtete, bzw. THD- Bauteile (THD= 
Through Hole Device) verwendbar sind, sind die ersten Gruppe der elektronischen 
Bauteile derartige Baiteile, die mittels einer SMD- Tedinologie af einem SMD- 
Bereich atf der ersten Seite des Schaltungstragers bestuckt werden, wohingegen die 
zweite Gruppe der elektronischen Bauteile derartige Baiteile sind, die sowohl mittels 
einer SMD- Technologie aif einem SMD- Bereich der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers als audi mittels einer THD- Technologie aif einem THD- Bereich der 
zweiten Seite des Schaltungstragers bestuckt werden. Dabei ist vorgesehen, dass der 
THD- Bereich der zweiten Seite verschieden vom SMD- Bereich der zweiten Seite ist, 
und dass der SMD^ Bereich der zweiten Seite ein dem SMD-- Bereich der ersten Seite 
entsprechender und gegenuberliegender Bereich ist. 
[019] Denkbar hierbei ware jedoch aril, dass die erste Gruppe der elektronischen 

Baiteile derartige Baiteile sind, die sowohl mittels einer SMD- Tedinologie af einem 
SMD- Bereich der ersten Seite des Schaltungstragers als aidi mittels einer THD- 
Technologie aif einem THD- Bereich der ersten Seite des Schaltungstragers bestuckt 
werden, wohingegen die zweite Gruppe der elektronischen Baiteile derartige Baiteile 
sind, die mittels einer SMD- Technologie af einem SMD- Bereich der zweiten Seite 
des SchalOlungstragers bestuckt werden. Dabei ist vorgesehen, dass der THD- Bereich 
der ersten Seite verschieden vom SMD- Bereich der ersten Seite und der SMD- 
Bereich der zweiten Seite ein dem SMD- Bereich der ersten Seite entsprechender und 
gegenuberliegender Bereich ist. 
[020] Die entsprechenden Lottechniken in der Elektronikfertigpng, insbesondere die 

THD- Technologie fur durchsteckmontierte Baielemente und die SMD-Technologie 
fur oberflachenmontierte Baielemente sind ais dem Stand der Technik bekannt und 
werden hier nicht naher erlautert. 
[021] Als vorteilhafte Weiterbilding des erfindingsgemaBen Herstellungsverfahrens ist 
voiflgesehen, dass bei dem Verfahrensschritt des Einrichtens von Signalubertragungs- 
und/oder Leistungsversorgungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der 
zweiten Seite des Schaltungstragers Steckbereiche aisgebildet werden, die sich an 
einem Randbereich gegeniiberliegend und miteinander konjugierend aif der ersten 
Seite und der zweiten Seite des Schaltungstragers erstrecken, wobei anschlieBend 
Steckelemente auf die gegeniiberliegend ausgebildeten und miteinander konju- 
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gierenden Steckbereiche aufgesteckt werden. 
[022] Besonders bevorzugt werden zur Einrichtung von Signaliibertragingsverbindungen 
zumindest ein Kontaktbereidie atf der ersten Seite des Schaltungstragers und 
zumindest ein Kontaktbereich auf der zweiten Seite des Schaltungstragers aisgebildet, 
die anschlieBend mit einem Leiterelement, wie etwa einem Kabel- Jumper, verbunden 
werden. 

[023] Hinsichtlidi einer weiteren, besonders bevorzi^ten Ausfuhrungsform des 

erfindingsOgemaBen Verfahrens ist ferner vorgesehen, dass zumindest ein Durch- 
gangsloch in dem Schaltungstrager, zumindest ein erster Kontaktbereich aif der ersten 
Seite des Schaltungstragers und zumindest ein zweiter Kontaktbereich aif der zweiten 
Seite des Schaltungstragers aisgebildet werden und anschlieBend ein Durchkontaktie- 
rungselement in das zumindest eine Durdgangsloch eingesetzt wird, um den 
zumindest einen ersten Kontaktbereich mit dem zumindest einem zweiten Kon- 
taktbereich elektrisch zu verbinden. 

[024] Weitere Vorteile und ZweckmaBigkeiten der Erfindung werden im Ubrigen ais der 
nachfolgenden Beschreibung der bevorzugten Ausfuhrungsformen anhand der Fignren 
deutlich. 

[025] Es ist zeigen: 

[026] Fig. 1 die Blendenseite einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der er- 

findungsgeOmaBen elektronischen Baugruppe; 
[027] Fig. 2 die zu der in Fig. 1 dargestellten Blendenseite zugehorige Gerateseite der er- 

findungsgemafien elektronischen Baigruppe gemaB der ersten Ausfuhrungsform; 
[028] Fig. 3 die Blendenseite einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der erfin- 

dungsgemafien elektronischen Baugruppe; 
[029] Fig. 4 die zur Blendenseite der in Fig. 3 dargestellten Ausfuhrungsform der 

erfinDdungsgemaBen elektronischen Baugruppe zugehorige Gerateseite; 
[030] Fig. 5 eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform der 

erfindungsOgemaBen elektronischen Baigruppe im eingebaiten Zustand; 
[031] Fig. 6 eine dreidimensionale Darstellung einer Ausfuhrungsform des erfin- 

dungsgemaBen Durchkontaktierungselements. 
[032] Fig. 1 zeigt die Blendenseite 5 einer bevorzugten Ausfuhrungsform der elek- ^ 

tronischen Baigruppe 1 . Bei der hier dargestellten Ausfuhrungsform handelt es sich 

urn eine erste Variante der Baigruppe 1, bei der sich aif der Blendenseite 5 aif einem 

SMD-Bereich 19 SMD-Baiteile 2 und der Schwall-Lotbereich 20 der aif der Ge- 
rateseite 7 eingesetzten THD-Baiteile 4' befinden. 
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[033] Fig. 2 zeigt die zu der in Fig. 1 dargestellten Blendenseite 5 zigehorige Ge- 
rateseite 7 der ersten bevorzigten Ausfiihrungsform der elektronischen Baigruppe 1. 
Auf der Gerateseite 7 befinden sich sowohl SMD-Baiteile 4 als ach die THD- 
Baiteile 4\ wobei die THD-Baiteile 4' aif einem THD-Bereich 20* der Gerateseite 7 
angeordnet sind, welcher dem Schwall-Lotbereich 20 der Blendenseite 5 genai gegen- 
uberliegt Die SMD-Baiteile 4 konnen auf der Gerateseite 7 sowohl atf dem THD- 
Bereich 20' als ach aif dem SMD-Bereich 19' angeordnet sein. Der SMD-Bereich 
19* der GerateOseite 7 liegt dem SMD-Bereich 19 der Blendenseite 5 genai gegeniiber. 
[034] Bezug nehmend aif Fig. 1 sind af der Blendenseite 5 der elektronischen 

BaiOgruppe 1 in dem SMD-Bereich 19 eine erste Gruppe elektronischer Baiteile 2 zur 
Gestaltung einer Benutzersdinittstelle bestuckt. Diese erste Gruppe der elektronischen 
Baiteile 2 setzt sich beispielsweise ais Schaltern, Tastern, Potentiometern, Anzeige- 

elementen, Siebensegementanzeigen, Leuchtdioden und ahnlichen elektronischen 

Komponenten zusammen. Diese elektronischen Komponenten sind jeweils SMD- 
Baiteile, d.h. Baiteile, die mittels einer aus dem Stand der Technik bekannten SMD- 
Technologie auf der Oberflache 5 der Platine bestuckt wurden. Die SMD-Technologie 
weist dabei ublicherweise die Verfahrensschritte des Dispensens, des Bestuckens und 
des anschlieBenden Kontaktierens der Baiteile 2 aif. Jene Schritte sind ais dem Stand 
der Technik bekannt und werden hier nicht naher erlautert. 
[035] Wie in der Fig. 1 gezeigt, kann aif der Blendenseite 5 in dem SMD-Bereich 19 der 
Baigruppe 1 ferner optional ein Mikrocon trailer 27 angeordnet sein, der zur Steuerung 
bzw. Ansteuerung der ebenfalls aif der Blendenseite 5 angeordnete, elektronischen 
Baiteile 2 der ersten Gruppe zur Gestaltung der Benutzersdinittstelle vorhanden ist. In 
diesem Zusammenhang ist jener Mikrocontroller 27 ebenfalls als ein Baiteil 2 der 
ersten Gruppe anzusehen, da er in erster Linie zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle 
der elektronischen Baigruppe 1 dient. 
[036] GemaB der Fig. 2 sind aif der Gerateseite 7 sowohl SMD-Baiteiie 4 als ach THD- 
Bauteile 4' vorgesehen. Die SMD-Baiteile 4 liegen aif dem SMD-Bereich 1 9\ der 
geOnai gegeniiber dem SMD-Bereich 19 der Blendenseite 5 positioniert ist. Auf 
ahnliche Weise sind die THD-Baiteile 4' bzw. die bedrahteten Baiteile 4* aif der Ge- 
rateseite 7 in dem Bereich 20' angeordnet, der dem SMD-Bereich 20 der Blendenseite 
5 entspricht und gegenuberliegt. Die aif der Gerateseite 7 angeordneten Baiteile 4, 4' 
gehoren zu einer zweiten Gruppe elektronischer Baiteile, die zur Gestaltung eines 
Rechner- und Steuermoduls der elektronischen Baigruppe 1 dienen. Jene elek- 
tronisdien Baiteile 4, 4' der zweiten Gruppe setzen sich aus dem Master-Mi- 
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krocontroller 28 und den zngehorigen Schaltungen bzw. Chips zusammen. 
[037] Bei der elektronischen Bajgruppe 1 gemaB der ersten Ausfuhrungsform wird als 
Schaltungstrager-Basismaterial das CEM-1-, CEM-3- oder SR-4-Material verwendet. 
Jene Materialen zeichnen sich durch verbesserte mechanische und elektrische Ei- 
genschaften ais. Dabei ist vorgesehen, dass die B as ism ateri alien zweiseitig beschichtet 
sind. Um die Herstellungskosten der elektronisdien Baigruppe 1 zu reduzieren, wird 
bewusst bei den Leiterplatten-Basismaterialien auf bereits vorab eingebrachle Durch- 
kontaktierungsstellen, insbesondere STH-Durchkontaktierungen, verzichtet. Zum 
wechselseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwischen den Baiteilen 2 der 
Blendenseite 5 und den Baiteilen 4, 4* der Gerateseite 7 sind stattdessen 
SignaluberDtragungseinrichtungen 6 vorgesehen. Diese Signaliibertragpngsein- 
richlungen 6 dienen des weiteren zur Versorgpng der elektronischen Baiteile 2 der 
* Blendenseite 5 mit elektrischer Lei stung iiber die Gerateseite 7 oder umgekehrt.- 
[038] GemaB der in den Figjuren 1 und 2 dargestellten ersten bevorzi^ten Ausfuh- 
rungsform der erfinckingsgemafien elektronisdien Bajgruppe 1 sind als Signalubertra- 
gungseinrichfcinDgen 6 Steckelemente 8 sowie Durchkontaktierungselemente 10 
vorgesehen. Die Steckelemente 8 werden an jeweiligen Randbereichen 1 1 des Schal- 
tungstragers 3 afgebracht. Hierzu wurden an den jeweiligen Positionen des 
Randbereichs 11 des Schaltungstragers 3 sogenannte Steckbereiche 12 aisgebildet. 
Damit verbinden diese Steckelemente 8 die gegeniiberliegenden, af der Blenden- und 
der Gerateseite 5, 7 des Schaltungstragers ausgebildete und miteinander konjugierende 
Steckbereidie 12 elektrisch. Die Steckbereiche 12 selber sind iiber Leiterbahnen (nicht 
explizit dargestellt) mit den jeweiligen Baiteilen 2, 4, 4' elektrisch verbunden; 
denkbar ist jeDdodi auch, dass die Steckbereiche 12 zumindest teilweise iiber Bon- 
dingdrahte oder anderen Drahten mit den jeweiligen Ansdilussen der Baiteile 2, 4, 4' 
verbunden sind. 

[039] Als weitere Signalubertragjngseinrichtungen 6 sind in der ersten bevorzugten 
AusDfuhrungsform der erfindungsgemaBen elektronisdien Baigruppe 1 ferner 
Durc±konDtaktierungselemente 10 vorgesehen, die jeweils durch ein Durct^angsloch 
15 in dem Schaltungstrager 3 hindurchlarfen und einen ersten Kontaktbereich 14 der 
Blendenseite 5 des Schaltungstragers 3 mit einem zweiten Kontaktbereich 14' auf der 
Gerateseite 7 des Schaltungstragers 3 elektrisch verbinden. Dabei ist vorgesehen, dass 
die jeweiligen Durctgangslocher 15 in dem Schaltungstrager 3 durch Stanzen, Bohren, 
Laserbohren oder aber ach dUrch Frasen eingebradit werden. In der Fig. 1 ist ferner 
zu erkennen, dass der erste Kontaktbereich 14 der Durchkontaktierungselemente 10 in 
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den Schwallbereich 20 der Blendenseite 5 fallt. Das Durchkontaktierungselement 10 
kann demgemaB als ein THD-Bauteil 4' betrachtet werden, dass beispielsweise mittels 
Schwallloten fixiert und entsprechend kontaktiert wird. 
[040] Die erste Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien elektronischen Baigruppe 1 
zeichDnet sich dadurch ais, dass auf der Blendenseite 5 nur jene elektronischen 
BaiOteile 2 angeordnet sind, die zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle der 
Bagruppe 1 dienen, wahrend arf der Gerateseite 7 die Baiteile 4, 4' zur Gestaltung 
des Rechner- und Steuermodils der Baigruppe 1 vorliegen. Dadirch liegt eine 
vollstandige Entflechtung der elektronisdien Baiteile 2, 4, 4' vor. Durch die 
Anordnung der Baiteile 2, 4, 4' gemaB der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfinding wird erreicht, dass bei Designanderungen bzw. Anderungen der Benutzer- 
sdmittstelle nur das Layout der Blendenseite 5 geandert werden muss. Hingegen kann 
das- Layout der Gerateseite 7 unverandert bleiben, was die im Zusammenhang mit der 
Designveranderung anfallenden Kosten und den Zeitatfwand reduziert. 

Fig. 3 zeigt die Blendenseite 5 einer zweiten bevorztgten Ausfuhrungsform der 
erfinDdingsgemafien elektronisdien Baugruppe 1. 

Fig. 4 zeigt die zu der in Fig. 3 dargestellten Blendenseite 5 zijgehorige Ge- 

« * 

rateseite 7 jener elektronischen Baigruppe 1 der zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform. 

Die zweite bevorzugte Ausfuhrungsform unterscheidet sich von der ersten 
bevorzugOten Ausfuhrungsform gemaB den Figuren 1 und 2 dadurch, dass sich nun auf 
der Blendenseite 5 sowohl SMD-Bauteile 2 als ach bedrahtete bzw. THD-Baiteile T 
beOfinden. Auf der entsprechenden Gerateseite 7 konnen sich somit (nidit dargestellte) 
SMD-Bajteile und der Schwalllotbereich 20' der bedrahteten Baiteile T der 
Blendenseite 5 befinden. 

In Analogie zu der ersten bevorzigten Ausfuhrungsform der elektronischen 
Baugruppe 1 sind wiederum die zur Ausgestaltung des Blendendesigns verwendeten 
Baiteile 2, 2' aussdilieBlich auf der Blendenseite 5 angeordnet, wahrend auf der Ge- 
rateseite 7 die Baiteile 4 vorliegen, die zur Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls 
dienen. Aus Kostengriinden ist die elektronische Baigruppe 1 gemaB der zweiten Aus- 
fuhrungsform ebenfalls ais einer zweiseitig mit einem elektrisch leitfahiOgen Material 
besdiiditeten Schaltungstrager 3 atfgebaut, wobei der SchaliungstraOger 3 frei von 
Durdicontaktierungsstellen, insbesondere STH-Durchkontaktierungsstellen, ist. Die 
fehlenden Durchkontaktierungsstellen werden in Analogie zur ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform mittels SignalubertragMngseinrichtungen 6 in der Gestalt von Steck- 
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elementen 8 und miteinander konjigierenden Steckbereichen 12 ersetzt. 
[045] Einen Unterschied der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform hinsichtlich der 

ersten bevorzugten Ausfuhrungsform ist ferner darin zu sehen, dass hier bewusst nun 
auf Signalubertragqngseinrichtungen 6 in der Gestalt von Durchkontaktierungs- 
elementen 10 verzichtet wird, stattdessen Leiterelemente 9, wie etwa Kabel-Jumper, 
vorgesehen sind, die einen ersten Kontaktbereich 13 af der Blendenseite 5 des Schal- 
tungstragers 1 mit einem zweiten Kontaktbereich 13* auf der zweiten Seite 7 des 
Schaltungstragers 1 elektrisch verbinden. Ferner ist ajf der Gerateseite 7 ein Lei- 
terelement 29 vorgesehen, dass zur Leistungsversorgung der elektronischen Baigruppe 
dient. 

[046] Ebenfalls ist atf der Blendenseite 5 der zweiten Ausfuhrungsform optional ein 

MikroOcontroldler 27 vorgesehen, der zur Ansteuerung bzw. zur Steuerung der auf der 
BlendenOseite 5 vorliegenden Baiteile 2,-2* zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle 
dient, und hierin ebenfalls als Baiteil 2, 2\ das zur ersten Gruppe zugehort, angesehen 
wird. 

[047] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform der 

erfinDdingsgemaBen elektronischen Baugruppe 1 im eingebauten Zustand. In der dar- 
gestellten Ausfuhrungsform liegt eine Sichtweise auf die Blendenseite 5 der elek- 
tronisdien Baugruppe 1 vor. Die elektronische Baugruppe 1 ist in Analogie zur ersten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Figjuren 1 und 2 ausgebildet, d.h. aif der 
Blendenseite 5 befinden sich SMD-Bauteile 2 und der Schwall-Lotbereich 20 der auf 
der Gerateseite 7 angeordneten bedrahteten bzw. THG-Baiteile 4\ Wie dargestellt 
kommuniziert die elektronische Baugruppe 1 liber ein als Randstecker ausgebildetes 
Steckelement 8 mit einem Antriebsmodul 21 das wiederum mit einem Sensormodul 22 
und einem Aktormodil 23 in Verbindung steht. Die Kommunikation zwischen der 
Baugruppe 1 und dem Antriebsmodul 21 erfolgt iiber einen D-BUs 24, der an den 
Randstecker bzw. das Steckelement 8 an der elektronischen Baigruppe 1 angeordnet 
ist. 

[048] Uber ein Leiterelement 9 auf der Blendenseite 5 der elektronischen Baigruppe 1 
wird ein SPI-D-Bus 25 angeschlossen, der mit einem Display 26 verbunden ist. 
Ebenfalls uber ein Leiterelement 9, das jedoch im Schwall-Lotbereich 20 der 
Blendenseite 5 angeordnet ist, erfolgt eine Leistungsversorgung der Baugruppe 1 . 
Optional ist denkbar, beispielsweise ein externes Programmwahlermodul mit 
Lichtdesign an die elektronische Baigruppe 1 uber einen oder mehrere Busse 24, 25 
anzuschlieBen, wobei die Kontaktierung af dem Schwall-Lotbereich 20 der 



1 

WO 2005/081594 



13 



PCT/EP2005/050649 



Blendenseite 5 iiber Leiterelemente 9 erfolgt. Ferner kann ein zusatzliches Netzteil zur 
Leistungsversorgung der elektronischen Baugruppe bei Bedarf vorgesehen sein. 
[049] Fig. 6 zeigt eine dreidimensionale Ansicht einer moglichen Ausfuhrungsform des 
erOfindungsgemafien Durchkontaktiemngselements 10. Jenes Durchkontak- 
tierungseleDment 10 lauft im eingesetzten Zustand durch ein Durdgangsloch 15 in 
dem Schaltungstrager 3 hindbrch und verbindet einen ersten Kontaktbereich 14 aif der 
einen Seite 5, 7 des Schaltungstragers 3 mit einem zweiten Kontaktbereich 14* atf der 
zweiten Seite des Schaltungstragers 7, 5. Hierbei ist beispielsweise denkbar, dass af 
der Oberseite des Durchkontaktiemngselements 10, die der Kontaktflache 16 
entspricht, die Kontaktierung des DurcHcontaktierungselements 10 dirch Reflow- 
Loten erfolgt, wahrend die Unterseite bzw. der Stiftbereich 17 des DurcHcontaktie- 
rungselements 10 mittels Schwall-Loten fixiert bzw. mit den jeweiligen Kontakt- 
bereichen 14, 14' elektrisch verbunden wird:- 

[050] Das dargestellte Durchkontaktierungselement 10 ist ein, insbesondere aus Blech, 
ausOgebildetes Steckelement, welches eine ebene Kontaktflache 16 und einen 
Stiftbereich 17 aifweist, welcher iiber einen Federabschnitt 18 federnd mit der Kon- 
taktflache 16 verbunden ist, wobei die Kontaktfladie 16 biindig atf dem Kon- 
taktbereich 14, 14' des Sdialtertragers 3 anliegt und wobei der Stiftbereich 17 durch 
das Durchgangsloch 15 hindurdi lauft, wenn das Durchkontaktierungselement 10 in 
dem Durchgangsloch 1 5 eingesetzt ist. 

[051] Die Vorteile der erfindungsgemaBen elektrischen Baugruppe 1 gemaB den obig 

beDschriebenen bevorzugten Ausfuhrungsformen gegeniiber bekannten Losungen sind 
insbesondere in der Entkopplung von Design und Funktion durch geschickte 
Anordnung der Baiteile 2, 2\ 4, 4' aif je einer Leiterplattenseite 5,7, in den Kosten- 
einsparungen durch Wegfall eines separaten Bedienmoduls, das bei bisherigen 
Losungen die designrelevanten Baiteile arfnimmt und durch Bairaimeinsparungen 
durch Wegfall des separaten Bedienmoduls zu sehen. 

[052] Bezugszeichenliste 

[053] 1 Elektronische Baugruppe 

[054] 2 Elektronische Baiteile der ersten Gruppe (SMD-Bajteile) 
[055] T Elektronische Baiteile der ersten Gruppe (THD-Baiteile) 
[056] 3 Schaltungstrager 

[057] 4 Elektronische Baiteile der zweiten Gruppe (SMD-Baiteile) 
[058] 4' Elektronische Baiteile der zweiten Gruppe (THD-Baiteile) 
[059] 5 Erste Seite bzw. Blendenseite 
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[060] 


6 Signalubertragungseinnchiung 


[061] 


7 Zweite Seite bzw. Gerateseite 


[062] 


8 Steckelement 


[063] 


9 Seitenelement, Leiterelement 


[064] 


10 Durchkontaktierungselement 


[065] 


1 1 Randbereich 


[066] 


12 Steckbereich 


[067] 


13, 13* Kontaktbereich 


[068] 


14, 14' Kontaktbereich 


[069] 


IS Durctgangsloch 


[070] 


16Kontaktfladie 


[071] 


17 Stiftbereich 


[072] 


1 8 Federabsdinitt - 


[073] 


19, 19* SMD-Bereich der ersten / zweiten Seite 


[074] 


20, 20' THD-Bereich der ersten / zweiten Seite 


[075] 


21 Antriebsmodul 


[076] 


22 Sensormodul 


[077] 


23 Aktormodul 


[078] 


24 D-Bus 


[079] 


25 SPI-G-Bus 


[080] 


26 Display 


[081] 


27 Mikro-Controller 


[082] 


28 Master-Controller 


[083] 


29 Leiterelement zur Leistungsversorgung 
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Anspruche 

[001] Elektronische Bagruppe, die zumindest einen zweiseitig mit einem elektrisch 

leitfahigem Material besdiichleten Schaltungstrager (3) arfweist, wobei der Sch 
altungstrager (3) mit einer ersten Gruppe elektronischer Baiteile (2) zur 
Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elek- 
tronischer Baiteile (4) zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermoduls bestiickt 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Baiteile 
(2) zur Gestalfting der Benutzerschnittstelle arf einer ersten Seite (5) des Schal- 
ftingstragers (3) und die zweite Gruppe der elektronischen Baiteile (4) zur 
Gestalfting des Rechner- und Steuermoduls auf einer der ersten Seite (5) gegen- 
iiberiiegenden, zweiten Seite (7) des Schalftingstragers (3) atfgebracht und 
kontaktiert sind. 

■ . 

- ...... , . 

[002] Elektronische Bagruppe gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Schaltungstrager (3) frei von Durchkontaktierungsstellen, insbesondere STH- 
Durchkontaktierungsstellen, ist. 
[003] Elektronische Baigruppe gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Schaltungstrager (3) zumindest eine Signalubertragungseinrichfting (6) 
arfweist zum wechselseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwisdien der 
ersten Gruppe der elektronischen Baiteile (2) arf der ersten Seite (5) des Schal- 
ftingstragers (3) und der zweiten Gruppe der elektronischen Baiteile (4) arf der 
zweiten Seite (7) des Schalftingstragers (3) und/oder zur Versorgung der ersten 
Seite (5) mit elektrischer Leisfting iiber die zweite Seite (7) oder umgekehrt. 
[004] Elektronische Baugruppe gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Signalubertragungseinrichfting (6) zumindest ein Steckelement (8) arfweist, das 
an einem Randbereich (1 1) des Schalftingstragers (3) iiber gegen-iiberliegende, 
arf der ersten und der zweiten Seite (5;7) des Schalftingstragers (3) aisgebildete 
und miteinander konjugierende Steckbereiche (12) gesteckt wird. 
[005] Elektronische Baigruppe gemaB Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Signalubertragungseinrichfting (6) zumindest ein Leiterelement (9), ins- 
besondere einen Kabel-Jumper, arfweist, das einen ersten Kontaktbereich (13) 
arf der ersten Seite (5) des Schalftingstragers (3) mit einem zweiten Kon- 
taktbereich (130 arf der zweiten Seite (7) des Schalftingstragers (3) elektrisch 
verbindet. 

[006] Elektronische Baigruppe gemaB einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch ge- 
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kennzeichnet, dass die Signalubertragpngseinrichiung (6) zumindest ein Durch- 
kontaktiemngselement (10) arfweist, das dirch ein Durchgangsloch (15) in dem 
Schaltungstrager (3) hindirchlauft und einen ersten Kontaktbereich (14) arf der 
ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einem zweiten Kontaktbereich 
(140 arf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) elektrisch verbindet. 
[007] Elektronische Baigruppe gemaB Ansprudi 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 

DurcHcontaktierungselement (10) ein insbesondere ajs Bledi ausgebildetes 
Steckelement ist, welches eine ebene Kontaktflache (16) und einen Stiftbereich 
(17) arfweist, welcher iiber einen Federabschnitt (18) federnd mit der Kon- 
taktflache (16) verbunden ist, wobei die Kontaktflache (16) biindig af dem 
Kontaktbereich (14,140 des Schaltungstragers (3) anliegt und wobei der 
Stiftbereich (17) cbrch das Durdgangsloch (15) hindirchlauft, wenn das 
Steckelement (10) als DurcHcontaktierungselement (10) in dem Durclgangsloch 
(15) eingesetzt ist. 

[008] Elektronische Baigruppe gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Baiteile (2) mittels 
einer SMD- Technologie aif einem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (5) des 
Schaltungstragers (3) bestuckte Bauteile sind und die zweite Gruppe der elek- 
tronischen Baiteile (4) sowohl mittels einer SMD- Technologie arf einem SMD- 
Bereich (190 der zweiten Seite (7) des Schahingstragers (3) bestuckte Baiteile 
als arh mittels einer THD- Tedmologie arf einem THD- Bereich (200 der 
zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestuckte Baiteile sind, wobei der 
THD- Bereich (200 der zweiten Seite (7) verschieden vom SMD- Bereich (190 
der zweiten Seite (7) ist und wobei der SMD- Bereich (190 der zweiten Seite (7) 
ein dem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (3) entsprechender und gegenuber- 
liegender Bereich ist. 

[009] Elektronische Baigruppe gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7, dadirch ge- 

kennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Baiteile (2) sowohl 
mittels einer SMD- Technologie arf einem SMD- Bereich (19) der ersten Seite 
(5) des Schaltungstragers bestuckte Baiteile als audi mittels einer THD- 
Technologie arf einem THD- Bereich (20) der ersten Seite (5) des Schal- 
tungstragers (3) bestuckte Bauteile sind, und die zweite Gruppe der elek- 
tronischen Baiteile (4) mittels einer SMD- Technologie arf einem SMD- 
Bereich (190 der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestuckte Bauteile 
sind, wobei der THD- Bereich (20) der ersten Seite (5) verschieden vom SMD- 
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Bereich (19) der ersten Seite (5) ist und wobei der SMD- Bereich (190 der 
zweiten Seite (7) ein dem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (3) entsprechender 
und gegeniiberliegender Bereich ist. 
[010] Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Baigruppe gemaB einem der 

Anspriiche 1 bis 9, welches die folgenden Verfahrensschritte aufweist: Bestucke 
n der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einer ersten Gruppe elek- 
tronischer Baiteile (2) zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle der Baugruppe; 
Bestiicken der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) mit einer zweiten 
Gruppe elektronischer Baiteile (4) zur Gestaltung eines Rechner- und 
Steuermoduls der Baigruppe; und c) Einricfaten von Signaliibertragungs- und/ 
oder LeistungsversorgungsverDbindungen zwischen der ersten Seite (5) und der 
zweiten Seite (7). 

[01 1] Verfahren gemaB Anspnch 10, dadirch gekennzeichnet, dass der Verfah- 

rensschritt c) ferner folgende Verfahrensschritte arfweist: Ausbilden von Steck- 
bereichen (12), die sich an einem Randbereich (11) gegeniiberliegend und 
miteinander konjugierend arf der ersten Seite (5) und der zweiten Seite (7) des 
Schaltungstragers (3) erstrecken; und Aufstecken des Steckelements (8) aif die 
gegeniiberliegend aisgebildeten und miteinander konjugierenden Steckbereiche 
(12). 

[012] Verfahren gemaB Anspmch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver- 

fahrensschritt c) ferner folgende Verfahrensschritte atfweist: Ausbilden von 
zumindest einem ersten Kontaktbereich (13) aif der ersten Seite (5) des Schal- 
tungstragers (3) und von zumindest einem zweiten Kontaktbereich (130 aif der 
zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3); und Verbinden des zumindest einen 
ersten Kontaktbereiches (13) mit dem zumindest einen zweiten Kontaktbereich 
(130 mittels eines Leiterelements (9). 

[013] Verfahren gemaB einem der Anspriiche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Verfahrensschritt c) ferner folgende Verfahrenssdiritte aufweist: Ausbilden 
von zumindest einem Durchgangsloch (15) in dem Schaltungstrager (3); 
Ausbilden von zumindest einem ersten Kontaktbereich (14) arf der ersten Seite 
(5) des Schaltungstragers (3) und von zumindest einem zweiten Kontaktbereich 
(14') arf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3); und Einsetzen eines 
Durchkontaktierungselement (10) in das zumindest eine Durchgangsloch (15), 
urn den zumindest einen ersten Kontaktbereich (14) mit dem zumindest einen 
zweiten Kontaktbereich (14') elektrisch zu verbinden. 



